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摘要(译)

一种用于转移块状Micro-LED的方法，包括：转移板，该转移板包括基础
基板，在基础基板上的绝缘膜并具有凹部；以及在凹部中的第一金属焊
盘。 在Micro-LED增益的背面提供每个具有第二键合金属的Micro-LED晶
粒； 在第一金属焊盘或第二金属焊盘上形成焊料； 将转移板和Micro-
LED增益放置在一个装有溶剂且温度高于焊料熔点的腔室中，使该腔室
振动，以使Micro-LED增益落入凹槽中，从而使第二种金属 Micro-LED的
键合焊盘掉落在凹槽中，以通过焊料与凹槽中的第一金属焊盘接触； 冷
却转移板，从而固化焊料并形成Micro-LED基板。
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